
关于新时期促进集成电路产业高质量发展的

若干政策资金申报书

申报单位（公章）：____________________

联 系 人：__________________________

联系电话：__________________________

申报日期：__________________________

2023 年度



填报说明

1、资金支持对象：工商注册、税务关系及统计关系均在东湖高新

区内，主营业务为集成电路设计、制造、封装、测试、设备、材料以

及提供集成电路产业公共技术（服务）的企业和社会团体，且在政策

支持期间在东湖高新区内持续经营、依法纳税、具有独立法人资格。

2、申报书内容及附件是东湖高新区关于新时期促进集成电路产业

高质量发展的若干政策支持资金评审的主要依据，须严格按照规定格

式和栏目要求填写，内容真实、准确、全面，严禁弄虚作假。

3、申报单位须按照资金申报要求提供相关证明材料，按申报要求

填列。

4、申报书及附件须打印并装订成册，加盖公章、骑缝章。



承诺函

武汉东湖新技术开发区管理委员会：

本单位承诺在申报武汉东湖新技术开发区 2023 年度关于新时期

促进集成电路产业高质量发展的若干政策支持资金的过程中诚实守

信，不重复申报。提交的申报资料原件、复印件均真实、准确、有效，

无任何伪造、修改、虚假成分。

如有弄虚作假、违法、违规行为，自愿放弃申报资格，已获得的

资金全额退回，并自愿承担由此造成的一切相关法律责任及后果。

单位法人（签字或签章）：

申报单位（盖章）：

年 月 日



企业自查表
序号 类目 是 否

1 工商注册地在武汉东湖新技术开发区范围内

2 税务征管关系在武汉东湖新技术开发区范围内

3 统计关系在武汉东湖新技术开发区范围内

4 是否存在工商注册资金逾期未缴情况

5 是否被列入失信被执行人名单

6 是否被列入重大税收违法案件当事人名单

7 是否被列入经营异常名录



申报企业情况
企业名称

成立时间
注册资本中：

外资（含港澳台）比例（万元）
%

经营范围

(与营业执照一致)

主营业务

(与营业执照对应)
设计 制造 封装 测试 设备 材料 公共技术（服务）

主营业务方向

请选填以下重点支持方向（可多选）

1.存储芯片及其相关模块、控制器芯片、5G 及通信芯片、新型显示芯片、红外探测芯

片、LED 驱动芯片、北斗芯片等产品。

2.微控制器（含 RISC-V 架构）、功率半导体、模拟及数模混合电路、微机电系统（MEMS）、

射频电路、先进封装、半导体高端设备、大尺寸硅片、EDA、异构计算芯片、化合物半

导体等技术。

股权结构

（前三名）

股东名称
性质

(外资、内资)

出资

金额

（万元）

股权比例（%）
出资

方式
是否创始人

主要财务指标

2023 年度总

资产（万元）

2023 年度营业收

入（万元）

2023 年度

毛利率（%）

2023 年度

净利润率（%）

2021-2023 年

净利润平均增长率

2024 年度（预估）

营业收入（万元）

2023 年度报送统计

的营业收入（万元）

2023 年度主要税种实际

纳税金额（万元）

企业

所得税
增值税

个人

所得税



融资情况 （主要介绍近三年股权融资、债权融资情况）

产业情况

（必填）

核心产品和技术

核心技术来源

行业地位

产品市场估计

细分领域发展趋势

主要竞争对手
国内：

国外：

人员情况

总人数
研发人

员数

2023 年 12 月社保在册人数

申报周期内企业核心技术人员情况

姓名 学历 专业
入职时

间
岗位



（核心技术人员简介）

知识产权

（必填）

已获得授权发明专利数 项

已获得软件著作权 项

已申请集成电路芯片设计专利数 项

已获得布图设计专有权 项

已申请布图设计专有权 项

企业分公司（或子

公司）分布情况



提交材料目录

（以下证件提供复印件即可，但需加盖企业公章）

一、营业执照扫描件（企业须在经营范围上标注出主营业务）

二、2023 年度审计报告；

三、2023 年度报送统计的营业收入证明材料；

四、税务部门出具的 2023 年度纳税证明；

五、知识产权证明材料；

六、2023 年 12 月企业社保在册人员名单（需有东湖高新区社会

保障局盖章）；

七、近两年获得区级相关财政资金支持明细的文件。

八、申报企业及其法人代表对申报材料的真实性及不重复申报承

诺。
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